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Abstract (en)
The one-piece component comprises a first section (2) made of a basic material, and a second section (3) made of binder base material stored
with hard material particles, where the second section is molded onto the first section by an injection-molding so that a firmly bonded connection is
formed between the first and second sections. An independent claim is included for a method for manufacturing of a one-piece component.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein einstückiges Bauteil, umfassend einen ersten Teilbereich (2) aus einem Grundwerkstoff, und einen zweiten
Teilbereich (3) aus dem Grundwerkstoff als Binder mit eingelagerten Hartstoffpartikeln, wobei der zweite Teilbereich an den ersten Teilbereich
mittels MIM-Spritzgießens angespritzt ist, so dass zwischen dem ersten Teilbereich (2) und dem zweiten Teilbereich (3) eine stoffschlüssige
Verbindung ausgebildet ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung des einstückigen Bauteils mittels MIM-Spritzgießens.
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